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一，企业简介 

芯茂（嘉兴）半导体科技有限公司是一家专注于半导体装备本土化制造的高科技公司。公司集研

发，设计，组装，销售为一体，以日本半导体设备技术团队为依托。逐步实现本土化制造。目前

以衬底材料加工及检测设备为切入点，延伸到真空设备的研发制造。公司以客户需求为导向，持

续开发高端半导体装备，填补国内空白，不断壮大嘉善的半导体装备基地，助力中国半导体事业

的发展。 



二，公司主要产品 

晶圆缺陷检测系统-魔镜 晶圆边缘检测系统-轮廓仪 
EFEM  &   sorter 



三，方案介绍 

3.1设计达到技术点 

1.设备功能： 
• 自动膜厚测试机EFEM，搭配客户OPTM测量头,完成晶圆片自动上料、膜厚检测、分拣下料； 

 
 
2.工作状态： 
• 晶圆尺寸8/12 inch； 
• 晶圆材质：Sapphire、LT/LN(含透明和非黑化基板)、Si 、 SiC； 
• 客户端OPTM测量头，设备尺寸556(W)×566(D)×618(H)mm，单次检测C/T约20s； 
• 需要根据OPTM反馈测量结果对测试晶圆片进行OK/NG分选； 
 

 
3.满足需求： 
• 设备可满足8/12 inch晶圆膜厚检测的自动上料、分选； 
• 设备PA和Mapping Sensor要求兼容透明及半透明材质Wafer； 
• 设备Port４个，Port形式为OC，每个Port可兼容8/12inch Cassette,其中一个Port作为NG下料使用，

位置可根据需要自由设定； 
• 设备整体洁净度1000 class； 



3.2  设备概观 



3.3  设备尺寸 

* 设备尺寸供参考，实际尺寸图纸可根据客户要求制作。 



3.4  设备布局介绍 

* 设备尺寸供参考，实际尺寸图纸可根据客户要求制作。 



3.5  设备布局介绍 

* 设备尺寸供参考，实际尺寸图纸可根据客户要求制作。 

1）人工将Cassette放置于Port口； 
 
2）晶圆机械手对Cassette进行Mapping、取片，放置于

PA吸盘； 
 
3）PA校准圆心及Flat位置； 
 
4）机械手将校准后的晶圆拾取至OPTM测量头的XY平台上； 
 
5）XY平台移动对晶圆各点进行测量，并反馈检测结果； 
 
6）依据检测判定结果，对被测晶圆进行分选，放置于

OK/NG工位的Cassette中； 
 
7）Cassette满料或缺料，系统提示人工更换并取走

Cassette； 



3.5  EFEM设备参数 

* 设备尺寸供参考，实际尺寸图纸可根据客户要求制作。 

产品型号 EFEM System 

使用环境 洁净大气环境 

适用晶圆规格 200-300mm 

适用Cassette规格 200-300mm Open Cassette （25pcs） 

最大Cassette容量 3 

最大传片效率 300pcs/h 

洁净度 ISO Class 3 

外形尺寸 L 1750mm x W 1000mm x H 1450mm（高度不含地脚及EFU） 

PA校准器 SAL3482HV（JEL） 

ID Reader 选配 

晶圆机械手规格 STCR4200SN-300-CM（JEL） 

Fork规格 选配 

MAPPING功能 Y 

 
 

厂务设施 
  
  

电源：单相220V 

真空：-50KPa或更优 

压缩空气：0.5-0.7Mpa 



3.6  机械手规格参数 

* 设备尺寸供参考，实际尺寸图纸可根据客户要求制作。 



3.7  校准器规格参数 

* 设备尺寸供参考，实际尺寸图纸可根据客户要求制作。 



3.8  OPTM膜厚检测头参数 

* 设备尺寸供参考，实际尺寸图纸可根据客户要求制作。 



3.9  软件开机界面 

*通过账号和密码权限可进入厂家模式，客户模式 
 

Xxxxxxx有限公司 

晶圆膜厚检测设备 



3.10  主机界面 

*通过账号和密码权限可进入厂家模式，客户模式 
 



3.11  检测设备界面 

* 可通过最小化切换到自动化搬送界面 
 



四，芯茂（吉永）客户 



Thanks 

 
         立足日本服务中国 

为中国半导体产业发展做贡献 

 


